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Celem niniejszej specyfikacji jest dostarczenie informacji o szczegdétowych kryteriach osiggdw sztywnych ptyt drukowanych.
Specyfikacja zastepuje IPC-6012B i zostata opracowana jako kolejna rewizja tego dokumentu. Informacje tutaj zawarte

sg takze uzupekieniem do ogdlnych wymagan okreslonych w IPC-6011. Kiedy sg uzywane razem, te dokumenty powinny
doprowadzi¢ uzytkownika i producenta do jednolitych warunkéw dopuszczenia produktow.

Strategia dokumentacji IPC jest dostarczanie réznych dokumentow, ktore skupiaja si¢ na specyficznych aspektach kwestii
zwigzanych z elektronika. Z tego wzgledu, zestawy dokumentéw sg uzywane do dostarczenia kompletnych informacji
zwigzanych z konkretnym zagadnieniem z elektroniki. Zestaw dokumentow jest identyfikowany przez liczbg czterocyfrowa,
ktora konczy si¢ zerem (0) (np. IPC-6010).

Zestaw zawiera ogdlne informacje, ktore sa umieszczone w pierwszym dokumencie zestawu. Ogolne specyfikacje sa
uzupetniane przez jedna lub wiele dokumentoéw osiagow, z ktorych kazdy koncentruje si¢ na specyficznym aspekcie
zagadnienia lub wybranej technologii.

Brak wszystkich dostgpnych informacji przed wytworzeniem ptyty moze skutkowac konfliktem w okresleniu dopuszczenia.

Wraz ze zmianami w technologii specyfikacja osiggéw bedzie aktualizowana lub zostanie dodana nowa specyfikacja
konkretnego zagadnienia do zestawu dokumentow. IPC zaprasza do wprowadzania informacji do dokumentacji w
celu poprawy skutecznosci oraz zachgca uzytkownikéw do odpowiedzi poprzez wypetnienie formularzy “Sugestie
dla Ulepszenia”, ktore sa zamieszczone na koncu kazdego dokumentu.
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Specyfikacja Zdolnosci i Osiggow
dla Sztywnych Plyt Drukowanych

1 ZAKRES

1.1 Definicja Zakresu Niniejsza specyfikacja ustanawia i definiuje wymagania zdolnosci i osiaggéw dla wytwarzania
sztywnych ptyt drukowanych.

1.2 Cel Celem niniejszej specyfikacji jest dostarczenie wymagan dla zdolnos$ci i osiagdéw sztywnych plyt drukowanych
opierajacych si¢ na nastgpujacych konstrukcjach i/lub technologiach:
* Jednostronne, dwustronne plyty drukowane z otworami lub bez otworéw metalizowanych (PTH).

* Wielowarstwowe ptyty drukowane z otworami PTH, z lub bez zakrytych/ §lepych otwordow przelotowych polaczen
miedzywarstwowych.

* Wielowarstwowe plyty drukowane zawierajace warstwy Polaczen Wysokiej Gestosci (HDI) zgodne z IPC-6016.

* Czynne ptyty drukowane wbudowanych obwodow pasywnych z rozdzielajacymi ptaszczyznami pojemnos$ciowymi i/lub
komponentami pojemno$ciowymi lub oporowymi.

* Plyty drukowane z metalowym rdzeniem z lub bez zewngtrznej metalowej ramki termicznej, ktére moga by¢ czynne lub
pasywne.

1.2.1 Dokumentacja Dodatkowa IPC-A-600, ktora zawiera rysunki, ilustracje i fotografie, ktore moga poméc w
wizualizacji dopuszczalnych / niezgodnych stanow dostrzegalnych zewnetrznie i wewngtrznie, moze by¢ uzyta w
potaczeniu z ta specyfikacja dla lepszego, catkowitego zrozumienia zalecen i wymagan.

1.3 Klasyfikacja Osiagéw i Typu
1.3.1 Klasyfikacja Niniejsza specyfikacja ustanawia kryteria dopuszczenia dla klasyfikacji osiagéw sztywnych plyt

drukowanych opierajac si¢ na wymaganiach klienta i/lub koficowego uzytkownika. Ptyty drukowane sa klasyfikowane
wedhug trzech gltéwnych Klas Osiggéw zdefiniowanych w IPC-6011.

1.3.1.1 Odstepstwa od Wymagania Wymagania, ktore sg odstepstwem od niniejszych klasyfikacji powinny by¢
uzgodnione pomiedzy uzytkownikiem i dostawca.

1.3.1.2 Odstepstwa Awioniki Kosmicznej i Militarnej Odstepstwa klasyfikacji osiagdéw Awioniki Kosmicznej i Militarnej
sa zdefiniowane i wymienione w Dodatku A niniejszej specyfikacji. Odnosza si¢ one ogdlnie do Klasy 3/A.

1.3.2 Typ Plyty Drukowanej Plyty drukowane bez otworow metalizowanych PTH (Typ 1) i z otworami metalizowanymi
PTH (Typy 2-6) sa klasyfikowane jak nastgpuje:

Typ 1—Jednostronna Ptyta Drukowana

Typ 2—Dwustronna Ptyta Drukowana

Typ 3—Wielowarstwowa Plyta Drukowana bez $lepych lub zakrytych otworéw przelotowych

Typ 4—Wielowarstwowa Plyta Drukowana ze $lepymi i/lub zakrytymi otworami przelotowymi

Typ 5—Wielowarstwowa Plyta Drukowana z rdzeniem metalowym bez Slepych lub zakrytych otwordéw przelotowych

Typ 6—Wielowarstwowa Plyta Drukowana z rdzeniem metalowym ze $lepymi i/lub zakrytymi otworami przelotowymi






